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【公開日】令和3年6月10日(2021.6.10)
【年通号数】公開・登録公報2021-026
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和3年11月16日(2021.11.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の光半導体素子収納用パッケージは、第１上面と、前記第１上面に光半導体素子
が載置される載置部とを有する基板と、前記基板の前記第１上面に位置した枠体と、第２
上面と、断面視において前記第２上面と連続して前記基板と間を空けて対向して位置した
第１側面と、前記第１側面と対向して位置した第２側面とを有する支持部と、前記基板の
前記第１上面から前記支持部の前記第２上面にかけて位置するとともに、前記枠体と接合
され、平面透視において前記基板から張り出した第３側面を有する入出力端子と、を備え
ており、側面視または断面視において、前記第３側面は、前記第２側面よりも外方に位置
している。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１上面と、前記第１上面に光半導体素子が載置される載置部とを有する基板と、
　前記基板の前記第１上面に位置した枠体と、
　第２上面と、断面視において前記第２上面と連続して前記基板と間を空けて対向して位
置した第１側面と、前記第１側面と対向して位置した第２側面とを有する支持部と、
　前記基板の前記第１上面から前記支持部の前記第２上面にかけて位置するとともに、前
記枠体と接合され、平面透視において前記基板から張り出した第３側面を有する入出力端
子と、を備えており、
　側面視または断面視において、前記第３側面は、前記第２側面よりも外方に位置した、
光半導体素子収納用パッケージ。
【請求項２】
　平面視において、前記支持部は、前記入出力端子の前記第３側面が位置する外縁に沿っ
て位置している、請求項１に記載の光半導体素子収納用パッケージ。
【請求項３】
　下面視において、前記入出力端子は前記基板から張り出した第１角部を有しており、
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前記第１角部は、円弧状である、請求項１または２に記載の光半導体素子収納用パッケー
ジ。
【請求項４】
　下面視において、前記支持部は、前記第１角部よりも内方に収まっている、請求項３に
記載の光半導体素子収納用パッケージ。
【請求項５】
　平面視において、前記支持部は矩形状であり、
　平面視において、前記支持部の第２角部は、Ｒ面または円弧状である、請求項１～４の
いずれか１項に記載の光半導体素子収納用パッケージ。
【請求項６】
　平面視において、前記入出力端子は、第１絶縁層と、前記第１絶縁層の上面のうち外方
に張り出した箇所が上方に露出するように前記第１絶縁層の上面に位置した第２絶縁層と
、前記第２絶縁層の上面のうち外方に張り出した箇所が上方に露出するように前記第２絶
縁層の上面に位置した第３絶縁層とを含んでいる、請求項１～５のいずれか１項に記載の
光半導体素子収納用パッケージ。
【請求項７】
　断面視または側面視において、前記基板の側面は、前記第３絶縁層の外方に位置した側
面よりも内方に位置した、請求項６に記載の光半導体素子収納用パッケージ。
【請求項８】
　断面視または側面視において、前記支持部は前記第１絶縁層および前記第２絶縁層の両
方と重なっている、請求項６または７に記載の光半導体素子収納用パッケージ。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の光半導体素子収納用パッケージと、前記基板の前
記載置部に載置される光半導体素子と、前記枠体に接合される蓋体とを備える光半導体装
置。
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